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摘要(译)

单压电晶片型超声波探头包括：基板，其中形成有多个开口，每个开口
具有预定形状;多个振动板，形成在基板上，以封闭多个开口中的每一个
的一端，多个压电元件部分形成在多个振动板的表面上，并且每个元件
部分具有压电物质层和形成在压电物质层的两个表面上的一对电极层，
以及设置在基板表面上的覆盖层多个压电元件部分嵌入覆盖层中，并由
声阻抗为1.5×10 6 kg / m 2 s的有机树脂形成至4×10 6 kg / m 2 s，肖氏
A硬度等于或小于75。
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